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2023年 1月 10日 

君合法评丨半导体专题系列（八）半导体行业常见商业合同要点分

析之封装测试协议 

前情回顾 

得益于 5G、物联网、人工智能、新能源等

的迅猛发展，并伴随着国内半导体行业对底层

技术的重视以及国产化需求的快速提升，本土

芯片企业迎来了良好的发展机遇。在芯片产业

链的不同环节，扮演不同角色的芯片企业往往

基于其各自特定业务模式需要与合作伙伴订

立不同类型的商业合同。 

本专题文章将分三期（分别讨论设计、生

产及封测）梳理芯片企业在起草和审阅与交易

相对方拟达成的商业合同中可能需重点关注

的法律要点，以帮助芯片企业更好地了解不同

业务场景下常见商业合同条款的内涵与外延，

以期在实践中更好地促进上下游的合作并有

效规避风险。 

本专题上期文章为读者详细解析了半导

体行业的晶圆代工协议（Wafer Manufacturing 

Agreement）。继上期，本期文章将主要为读者

从法律角度重点梳理封装测试协议项下主要

合同条款的审阅逻辑。 

封装测试协议（Packaging and Testing 

Agreement） 

封装测试在生产工艺上主要分为封装和

测试两项工作。封装一般是指将代工厂生产的

晶圆进行切割、焊线塑封，使电路与外部器件

实现链接，并为半导体产品提供机械保护，免

受物理、化学等外界环境影响；测试则是指利

用专业设备对半导体产品进行功能和性能测

试。 

为更好地理解封装测试协议整体的合同

框架，我们先就封测流程做一个简单介绍。整

个流程大致上可以分为如下几个重点步骤： 

来料接收（Receive Wafe）→ 中测（Chip 

Probe，简称 CP）→ 封装（Assembly）

→ 终端测试（Final Test，简称 FT）→ 

出货（Ship） 

封装测试协议本质上属于中国《民法典》

合同编典型合同分编项下的来料加工承揽合
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同1，由芯片设计企业将其委托代工厂生产的晶

圆交付给封测企业进行封装测试。封装测试协

议与晶圆代工协议具有一定的同质性：首先，

被委托方都是生产型企业，委托事项本质上都

是生产活动；其次，封装测试协议与晶圆代工

协议一样，一般都是框架协议，签署框架协议

后，需方会向供方下达具体的订单以开展每一

批次产品的加工生产，因此，封装测试协议与

晶圆代工协议在部分条款（例如产能预测和订

单下达）上是类似的。接下来，我们将逐一梳

理封装测试协议中的重要合同条款。 

1. 产能预测与订单下达 

如上文所述，与晶圆代工协议类似，封装

测试协议往往以框架协议的形式出现，约定将

来双方如何通过下订单的方式开展合作。因此，

同晶圆代工协议，委托方和封测企业一般都会

在合同中约定产能预测条款以帮助封测企业

安排其产能，以及下订单条款规定委托方提交

订单和封测企业接受订单的具体方式与条件

（往往与产能预测机制联动）。这两个条款的

核心逻辑在上一期介绍晶圆代工协议的文章

中已经着重介绍过了，此处不再赘述。 

2. 来料接收与所有权保留条款 

由于封装测试协议本质上是由委托方提

 
1 《民法典》第七百七十条：承揽合同是承揽人按照定

作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付报酬

供材料的来料加工合同，因此协议中需要对从

代工厂生产完毕的晶圆如何交接给封测企业

进行约定。从法律角度，由于委托方仅仅是提

供来料供封测企业加工，因此在交接条款中，

双方往往会明确供封装测试的晶圆/芯片的所

有权不因交付给封装测试企业而转移，在封装

测试的全过程中，晶圆/芯片的所有权人始终是

委托方。虽然晶圆/芯片的所有权不因交付而转

移，但在封装测试的全过程中，产品却始终控

制在封测企业手中，因此双方往往会约定晶圆

/芯片毁损灭失的风险并不随所有权一并保留，

而是会在交付时转移给封测企业。 

虽然封测企业对于交付加工的物件没有

所有权，但视协议的管辖法律不同，在一些法

域，法律会授予加工承揽人一定的留置权

（lien）。例如中国《民法典》第七百八十三条

规定，定作人未向承揽人支付报酬或者材料费

等价款的，承揽人对完成的工作成果享有留置

权或者有权拒绝交付，但是当事人另有约定的

除外。因此，站在委托方角度，如果不希望封

测企业拥有该等留置权，在适用法律允许且商

业上可行的情况下，委托方可以要求在封装测

试协议中明确排除封测企业的留置权。 

3. 检测条款 

如上述封测生产流程图所示，到封测企业

的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检

验等工作。 
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手上的芯片一般会历经两个重要的测试，分别

为中测（CP）和终端测试（FT）。简单来说，

在一开始封测企业接手晶片后，会通过 CP 将

质量不合格的晶片剔除出去，只有通过 CP 的

晶片才会被送去封装，这样可以减少封装和后

期测试的成本；而 FT 是在封装完毕后将质量

不合格的芯片剔除出去，用来检测封装的良率。

因此，CP 的结果会直接影响封测企业进行封

测的产品基数，而 FT 的结果会决定封测的完

成质量，这两者在合同中都可能会直接影响封

测企业的收费。 

4. 价格条款 

封测企业比较常见的收费方式有单片产

出计费和成本加成方式计费等。 

单片产出计费，顾名思义就是按照封装测

试产出的芯片数量进行收费而不论封测企业

的封测成本。这种计费模式对于委托方把控预

算较为有利，相对封测企业而言，成本的浮动

会导致利润率不确定性增加。因此，如果合同

期较长，封测企业可以考虑要求双方定期根据

市场情况重新核定单位价格，并考虑如果双方

无法就价格调整达成一致的法律后果。 

成本加成方式计费则是指由成本利润率

来确定所加利润的大小，即：价格=单位成本 x 

(l+成本利润率)。由于在这种计费模式下，封测

企业的成本直接关系到价格，因此这种计费模

式往往与委托方的审计权相配套。在审阅审计

权条款时，从被审计的一方的角度，可以考虑

要求将审计方的审计限定在一定频次、一定期

间（例如：审计应当在正常工作时间），要求一

定时间的提前通知，并且将审计范围仅限于与

封装测试协议直接相关的文件和信息，同时还

可以要求审计方履行保密义务；而从要求审计

的一方的立场则应当尽可能使其行使审计权

不受制于太多的限制。另外，相比单片产出计

费，委托方对于加成方式计费更难控制整个封

装测试的预算。 

5. 有限的陈述与保证；责任限制条款 

封测企业一般就其提供的封测服务只会

做出非常有限的陈述与保证。比较常见的是除

了保证将以合理的谨慎和技能以及与普遍接

受的行业标准合理一致的标准提供封装测试

服务，并满足协议中约定的测试要求之外，封

测企业一般不提供额外的陈述与保证，特别是

适用于任何特定目的的陈述与保证。 

除此之外，封测企业往往都会要求在封装

测试协议中设置封测企业的责任上限条款。 

6. 分包与转委托 

如委托方有要求的，封装测试协议中会加

入禁止分包或者转包的条款。即使没有相关条

款，封测企业也应谨慎适用法律对承揽人是否

可以将承揽的工作分包或者转包给第三人的

规定。例如中国《民法典》第七百七十三条和
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第七百七十二条规定，承揽人可以将其承揽的

辅助工作交由第三人完成，但不得未经定作人

同意将其承揽的主要工作交由第三人完成，否

则定作人可以解除合同。 

7. 其他常规条款与附件 

一份完整的封装测试协议还应当至少包

括期限与解除、赔偿、保密、法律适用、争议

解决等常规条款以及附件，其中前述常规条款

的审阅思路与审阅一般合同时无较大差别，此

处不再做过多介绍；附件则一般会列明封装测

试的要求，包括工艺要求、测试流程、时间表、

相关技术参数等等。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

梁春娟   合伙人  电话：86-21 2208 6040  邮箱地址：liangchj@junhe.com  

周杰生   律  师  电话：86-21 2283 8303  邮箱地址：zhoujsh@junhe.com 

 

本文仅为分享信息之目的提供。本文的任何内容均不构成君合律师事务所的任何法律意见或建议。如您想获得更多讯息，敬请关注君合官方网
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